
1. Why R&D Foundry
- SurplusGLOBAL은 R&D CAPEX를 최소화하면서도 기술경쟁력 확보를 원하

는 고객들에게 혁신적인 R&D Foundry 서비스를 제공하고자 합니다. 반도체 

관련 기업 종사자 및 기술 전문가들이 항시 교류할 수 있는 클러스터 시설 

내에 300mm 전용 R&D 팹을 구축하여 ROI 높은 Legacy 공정, 계측 장비와 

신뢰도 높은 Brand-new 전기적 분석 장비를 활용하여 고객이 원하는 기술 

난제를 값싸고, 빠르고 정확하게 해결하는 Manufacturing R&D라는 새로운 

개념을 도입하였습니다.



2. Thin Film Test Wafer
- SurplusGLOBAL은 검증된 양산 장비로 300mm 웨이퍼용 증착 공정 솔루션

을 제공합니다. 기본적인 표준 레시피를 제공하거나 고객의 특정 요구 사항

에 적합한 공정 레시피를 적용하여 맞춤형 박막 증착 공정 서비스를 제공합

니다. 이를 통해 공정 진단, 공정 parameter monitoring을 위한 Tool 개발 

시 양산 장비에서의 검증 service를 제공합니다.

  검증과정에서 진행된 TFW(Thin Film Wafer)의 측정 및 전기적 특성 

분석을 통한 공정 parameter와 박막의 특성 변화를 Matching 함으로 

Correlation Data를 얻을 수 있습니다. 이는 장비 성능, Recipe 조건, 박막 

품질, Device 특성을 연결할 수 있는 Total solution을 제공하는 

service입니다.



3. Services
- SurplusGLOBAL R&D Foundry는 반도체 제품 양산에 필요한 핵심기술 

개발과정에서 필요한 테스트 웨이퍼 제조부터 기술 컨설팅까지 다양한 기술 

서비스를 제공하고자 합니다. 반도체 양산라인 수준의 크린룸 시설과 

300mm전용 공정, 계측, 분석 장비를 활용하여 핵심 품질항목 (극미소결함, 

극미량오염, 계면특성 등) 에 대한 기준점을 제시하고 체계적인 분석을 통해 

필요기술을 진단하고 예측하는데 주안점을 두고 있습니다. R&D Foundry는 

개발 초기 단계의 신소재, 신장비, 신공정 기술검증부터 양산 단계의 

불량원인 규명, 제품 경쟁력 강화에 필요한 양산소재, 양산장비, 양산공정 

기술 최적화까지 고객 맞춤형 기술 서비스 제공이 가능합니다.

3.1. Thin Film Device Characterization

- 반도체 제품성능은 소재, 장비, 공정 품질특성과 연계되므로 실제 소자를 



완성한 후 전기적 특성 평가를 통해 품질 영향성을 파악하고 있습니다. 

하지만 차세대 제품은 소자 구조가 이전 세대 대비 복잡해지고 공정 

난이도가 높아지고 신소재, 신장비, 신공정사용 비중도 높아져 성능평가 

소요 시간과 비용이 급격하게 증가되고 있습니다. 

   차세대 기술개발 R&D Foundry 혁신 솔루션은 소자 제작에 필수적인 

패터닝 공정없이 전기적 특성 분석이 가능한 Thin Film Device 

Characterization을 제시합니다.  기존 Voltage 인가방식을 대체하는 Corona 

Discharge 인가방식은 전극 패턴이 필요 없으므로 반도체 제품 종류와 세대 

상관없이 평가가 가능한 장점이 있고, 제품개발 기술 이해도를 바탕으로 

소재, 장비, 공정 조건 별 맞춤형 실험설계를 하여 제품성능 연계된 핵심 

품질인자에 대해 통합적 분석을 하므로 실제 소자 평가 결과와 합치되는 

결과를 확보할 수 있습니다.



※ R&D Foundry Thin Film Device Characterization 차별성

- 기존 반도체 제품 성능평가는 실제 소자구조에서 측정된 전기적 특성 

분석이 필수적이었지만 차세대 소자구조가 더욱 미세화, 입체화되면서 실제 

소자구조에서 평가하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 이에 대한 해결책으로 

실제 소자 대신 단축 공정을 이용한 모사 구조에서 간접적으로 평가하는 

방법을 활용하고 있습니다. DRAM 제품 핵심 성능 중 하나인 refresh time에 

직접적으로 영향을 미치는 gate oxide interface 품질특성을 검증하기 위해 

MOS 소자구조를 활용하기도 하지만 단순 소자구조라도 전극 패턴 

형성하는데 추가적인 시간과 비용이 소모되고 패터닝 공정기인 외부요인에 

의해 thin film 자체 품질특성 분석에 오류가 발생할 수 있습니다. R&D 

Foundry는 전극 패턴이 필요 없는 Corona Discharge 인가방식의 Thin Film 

Device Characterization 기술을 활용하므로 실제 소자 성능에 영향을 미치는 

다양한 소재, 장비, 공정 조건 별 품질인자 검증과 예측에 필요한 최적 

솔루션을 제공할 수 있습니다.



3.2. Metrology & Inspection Service

- SurplusGLOBAL은 300mm wafer 전용 계측, 분석 장비로 Thin Film Wafer

의 다양한 분석서비스를 제공하여 반도체 소재, 부품, 장비 회사의 개발 업

무와 성능 검증을 지원하고 국산화에 기여합니다.





3.3. Technology Consulting

- 다양한 반도체 제품 기술 로드맵을 기반한 소재, 장비개발 방향을 설정, 개

발 기술의 양산 적용 시 겪을 수 있는 문제점에 대한 사전 진단, 양산 제품

의 품질, 생산성을 감소시키는 고질 불량의 참원인 규명 등 자체 기술력으로 

해결하지 못하는 애로사항에 대해 맞춤형 자문 서비스 제공하며, 
SurplusGLOBAL 기술적 자문은 실험적 검증까지 가능하므로 신뢰도 높은 고객 

서비스 제공이 가능합니다.

3.4. Thin Film Process Service

- SurplusGLOBAL은 검증된 양산 장비로 300mm wafer 용 증착 공정 솔루션을 

제공합니다. 기본적인 표준 레시피를 제공하거나 고객의 특정 요구 사항에 

적합한 공정 레시피를 적용하여 맞춤형 박막 증착 공정 서비스를 

제공합니다. 이를 통해 공정 진단, 공정 parameter monitoring을 위한 Tool 
개발 시 양산 장비에서의 검증 service를 제공합니다.
  검증과정에서 진행된 TFW의 측정 및 전기적 특성 분석을 통한 공정 

parameter와 박막의 특성 변화를 Matching함으로 Correlation Data를 얻을 수 

있습니다. 이는 장비 성능, Recipe 조건, 박막 품질, Device 특성을 연결할 수 

있는 Total solution을 제공하는 service입니다.



3.5. Alpha-tool Test Bed

- SurplusGLOBAL 클린룸 여유 공간에 개발이 필요한 장비를 직접 설치하여 

SurplusGLOBAL이 보유하고 있는 광학적, 전기적 계측, 분석 장비를 활용하여 

개발 초기 기초 성능평가를 원스톱으로 해결할 수 있는 Fab. Rental 서비스 

제공하며, 자체 R&D Fab. 구축 및 유지관리 대비 획기적으로 비용과 시간을 

줄일 수 있고 데모 평가를 원하는 고객에게 성능평가 결과까지 제공하는 

차별화된 고객 서비스가 가능하므로 고객 선점에 유리합니다.



4. Fab Facility


